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IPC J‑STD‑001J 
Requisitos para Ensambles Eléctricos y  

Electrónicos Soldados

1.0 GENERAL

1.1 Alcance  Este estándar describe los materiales, métodos y criterios de aceptación para la producción de ensambles eléctricos 
y electrónicos soldados. El objetivo de este documento es utilizar la metodología de control de procesos para asegurar niveles 
de calidad uniformes durante la fabricación de productos. No es intención de este estándar excluir ningún procedimiento, como 
en cuanto a la colocación de componentes o para la aplicación de flux y soldadura utilizados para realizar la conexión eléctrica.

Las operaciones, los equipos y las condiciones de soldadura descritas en este documento se basan en circuitos eléctricos y 
electrónicos diseñados y fabricados según las especificaciones indicadas en la Tabla 1‑1.

Tabla 1‑1  Especificaciones de Diseño, Fabricación y Aceptabilidad

Tipo de Tarjeta Diseño Especificación de Fabricación/Aceptabilidad
Requisitos Genéricos IPC‑2221 IPC‑6011
Tarjetas Rígidas Impresas IPC‑2222 IPC‑6012, IPC‑A‑600
Circuitos Flexibles IPC‑2223 IPC‑6013

Tarjeta Flexible Rígida IPC‑2222 
IPC‑2223 IPC‑6013

1.2 Propósito  Este estándar prescribe los requisitos de materiales, los requisitos de proceso y los requisitos de aceptabilidad 
para la fabricación de ensambles eléctricos y electrónicos soldados. Para una comprensión más completa de las recomendaciones 
y requisitos de este documento, éste se puede utilizar junto con IPC‑HDBK‑001, IPC‑AJ‑820 e IPC‑A‑610. Los estándares se 
pueden modificar en cualquier momento, incluso a través de enmiendas. No se requiere automáticamente el uso de una enmienda 
o de una revisión más nueva.

Nota: Vea 1.7 Orden de Precedencia.

1.3 Clasificación  Este estándar reconoce que los ensambles eléctricos y electrónicos están sujetos a clasificaciones según el uso 
previsto del artículo final. Se han establecido tres clases generales finales de producto para reflejar las diferencias en la capacidad 
de fabricación, la complejidad, los requisitos de rendimiento funcional y la frecuencia de verificación (inspección/prueba).

El uso de este estándar requiere un acuerdo sobre la clase a la que pertenece el producto. El Usuario tiene la responsabilidad 
de identificar la clase en la que se produce el ensamble. Si el Usuario no establece y documenta la clase de aceptación, podrá 
hacerlo el Fabricante.

CLASE 1 Productos Electrónicos en General

Incluye productos adecuados para aplicaciones donde el mayor requisito es la función del ensamble completo.

CLASE 2 Productos Electrónicos de Servicio Dedicado

Incluye productos de los cuales se requiere un funcionamiento continuo y una vida útil prolongada y para los que un servicio 
ininterrumpido es deseable pero no esencial. Típicamente, el entorno de uso final no ocasionaría fallas.

CLASE 3 Productos Electrónicos de Alto Rendimiento/Entornos Difíciles

Incluye productos en los que es esencial un alto nivel de funcionamiento continuo o a demanda, no se puede tolerar el tiempo 
de inactividad de los equipos, el entorno de uso final pueda ser inusualmente difícil y los equipos tienen que funcionar cuando 
se requiera, como en sistemas de soporte vital y otros sistemas esenciales.

1.4 Unidades de Medida y Aplicaciones  Este estándar utiliza el Sistema Internacional de Unidades (SI) de acuerdo con ASTM 
SI10, IEEE/ASTM SI 10, Sección 3 [Las unidades imperiales inglesas se incluyen entre paréntesis para facilitar la lectura]. 
Las unidades derivadas del SI que se utilizan en este estándar son los milímetros (mm) pulgadas [in] para las dimensiones y 
tolerancias dimensionales; los grados Celsius (°C) grados Fahrenheit [°F] para la temperatura y sus tolerancias, los gramos (g) 
onzas [oz] para el peso y los lux (lx) y los pies‑candela [foot‑candles] para la iluminación.

Nota: Este estándar utiliza otros prefijos SI (ASTM SI10, Sección 3.2) para eliminar los ceros a la izquierda (por ejemplo, 
0,0012 mm se convierte en 1,2 µm) o como alternativa a las potencias de diez (3,6 x 103 mm se convierte en 3,6 m).




